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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren
zum beidseitigen Polieren von Halbleiterscheiben zwi-
schen einem unteren Polierteller und einem oberen Po-
lierteller.

Stand der Technik / Probleme

[0002] Das beidseitige Polieren von Werkstiicken wie
Halbleiterscheiben wird auch Doppelseitenpolitur (DSP)
genannt. Grundziige der DSP von Halbleiterscheiben
sind beispielsweise in US 2003/054650 A1 und in DE
100 07 390 A1 beschrieben.

[0003] In der Regel werden beide Polierteller einer
DSP-Anlage mit Poliertiichern beklebt. Diese sollten bla-
senfrei aufgeklebt sein. Dabei ist es wichtig, dass das
jeweilige Poliertuch auf dem Polierteller gleichmaRig
stark haftet. Um die notwendige Haftung zu erreichen,
kénnen die Poliertiicher zwischen den Poliertellern zu-
sammengepresst werden (Tuchpressen). Durch das
Pressen verflieRtder Kleber und haftetbesser. Verfahren
zum Schaffen einer klebenden Verbindung zwischen
dem jeweiligen Poliertuch und dem entsprechenden Po-
lierteller sind aus US 2007 0 087 671 A1, JP 2006 289
523 A, JP 2006 346 808 Aund DE 102 39 774 A1 bekannt.
[0004] InDE 102017217490 A1 wird empfohlen, wah-
rend des Tuchpressens ein Zwischentuch zwischen dem
unteren Poliertuch und dem oberen Poliertuch vorzuse-
hen.

[0005] Die Erfinder der nachstehend beschriebenen
Erfindung haben festgestellt, dass hinsichtlich des Ent-
fernens von Lufteinschliissen noch Verbesserungsbe-
darf besteht.

[0006] Die Aufgabe derErfindung wird geldst durch ein
Verfahren zum beidseitigen Polieren von Halbleiter-
scheiben zwischen einem unteren Polierteller und einem
oberen Polierteller, umfassend

das Befeuchten eines unteren und eines oberen Polier-
tuchs mit einer Flissigkeit; das Bekleben des unteren
Poliertellers mit dem befeuchteten unteren Poliertuch;
das Pressen des unteren Poliertuchs gegen den unteren
Polierteller;

das Bekleben des oberen Poliertellers mit dem befeuch-
teten oberen Poliertuch;

das Pressen des oberen Poliertuchs gegen den oberen
Polierteller;

das Pressen der Poliertlicher gegeneinander;

das Ablegen von Halbleiterscheiben auf dem unteren Po-
lierteller; und das beidseitige Polieren von Halbleiter-
scheiben mit dem oberen Poliertuch und dem unteren
Poliertuch in Gegenwart eines Poliermittels.

[0007] Das Verfahren siehtvor, die Poliertiicher zu be-
feuchten und sie in diesem Zustand auf den jeweiligen
Polierteller zu kleben. Die Erfinder haben festgestellt,
dass Lufteinschliisse zwischen der klebenden Schicht
der Poliertticher und dem jeweiligen Polierteller mit ge-
ringerem Aufwand weggepresst werden kdnnen, als das
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bei Poliertiichern im trockenen Zustand der Fall ist. We-
gen der Feuchtigkeit in den Poliertiichern sind diese we-
niger steif, so dass sich Lufteinschliisse schon vor dem
Tuchpressen effizient beseitigen lassen.

[0008] Grundsatzlich ist es moglich, die Poliertiicher
zunachst auf die Polierteller zu kleben und sie anschlie-
Rend mit der Flussigkeit zu befeuchten, beispielsweise
indem sie bei gedffneten Poliertellern mit Flussigkeit be-
spriht werden.

[0009] GemalR einer bevorzugten Ausfiihrungsform
werden die Poliertlicher zunachst mit einer Flussigkeit
befeuchtet und anschlieRend auf die Polierteller geklebt.
Das Befeuchten erfolgt dabei zwischen Poliertellern ei-
ner zu diesem Zweck bereitgestellten Poliermaschine.
[0010] Die Poliertiicher umfassen jeweils eine kleben-
de Schicht und eine die klebende Schicht schiitzende
Folie bevor sie auf die Polierteller geklebt werden. Ge-
maf der bevorzugten Ausfiihrungsform werden die Po-
liertiicher auf dem unteren Polierteller der bereitgestell-
ten Poliermaschine gestapelt, so dass sich die Folien
beriihren. Danach wird der obere Polierteller gegen den
unteren Polierteller gefahren, und die Poliertiicher wer-
den unter vergleichsweise geringem Druck in der bereit-
gestellten Poliermaschine mit Flissigkeit befeuchtet.
[0011] Die Flussigkeit ist vorzugsweise Wasser, das
Zusatze enthalten kann, beispielsweise einen den pH
einstellenden Zusatz.

[0012] Das befeuchtete untere Poliertuch wird an-
schlielend aufden unteren Polierteller der Poliermaschi-
ne geklebt, die zum Polieren der Halbleiterscheiben vor-
gesehen ist. Zu diesem Zweck wird die Folie vollstandig
oder Zug um Zug mit dem Bekleben des Poliertellers
entfernt.

[0013] Danach wird das untere Poliertuch gegen den
unteren Polierteller manuell oder durch eine Maschine
gepresst. Gemal einer Ausfiihrungsform wird mindes-
tens ein Werkzeug verwendet, um das untere Poliertuch
gegen den unteren Polierteller zu pressen. Das Werk-
zeug ist vorzugsweise eine Rakel. Die Werkzeugbewe-
gung erfolgt vorzugsweise radial, so dass Blasen vor-
zugsweise am auflleren Rand des Poliertuchs aus dem
Zwischenraum zwischen dem Polierteller und der kle-
benden Schicht gedriickt werden.

[0014] Danach wird das befeuchtete obere Poliertuch
auf den oberen Polierteller geklebt. Zu diesem Zweck
wird es mit der Folie nach oben auf das untere Poliertuch
gelegt, die Folie entfernt und der obere Polierteller gegen
den unteren Polierteller gefahren, so dass ausreichend
Druck aufgebaut wird, aufgrund dessen das obere Po-
liertuch am oberen Polierteller haftet.

[0015] Im Anschluss daran wird bei gedffneten Polier-
tellern das obere Poliertuch gegen den oberen Poliertel-
ler gepresst. Dieser Vorgang erfolgt vorzugsweise in glei-
cher Weise wie das Pressen des unteren Poliertuchs ge-
gen den unteren Polierteller.

[0016] Danach ist vorgesehen, ein Tuchpressen vor-
zunehmen, im Zuge dessen der obere Polierteller tGiber
einen langeren Zeitraum gegen den unteren Polierteller
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mit vergleichsweise hohem Druck gepresst wird. Dabei
werden die Poliertlicher gegeneinander gepresst.
[0017] GemaR einer Ausfuhrungsform wird das Tuch-
pressen mit einem Zwischentuch durchgefihrt, das zwi-
schen das untere und das obere Poliertuch gelegt wird.
Das Zwischentuch hat eine radiale Breite, die im We-
sentlichen derjenigen der Poliertlicher entspricht und
vorzugsweise die in DE 10 2017 217 490 A1 beschrie-
benen Eigenschaften, also insbesondere eine Kompres-
sibilitdt bei Raumtemperatur von mindestens 3 %, vor-
zugsweise 3 % bis 10 %.

[0018] GemaR einer Ausgestaltung der Erfindung ha-
ben die Polierteller zu Beginn des Tuchpressens eine
Temperatur von 40 °C bis 50 °C, um die Viskositat des
Klebers der klebenden Schicht zu verringern, geman ei-
ner anderen Ausgestaltung Raumtemperatur (23 °C * 2
°C).

[0019] Im Falle der Verwendung eines Zwischentuchs
wird dieses nach dem Tuchpressen entfernt. Hierzu wer-
den die Polierteller auseinandergefahren.

[0020] Nach dem blasenfreien Anbringen der Poliertii-
cher und gegebenenfalls nach einem Abrichten (Dres-
sing) der Poliertiicher wird das erfindungsgemale Ver-
fahren mit dem beidseitigen Polieren von Halbleiter-
scheiben in Gegenwart eines Poliermittels fortgesetzt.
Vorzugsweise erfolgt die DSP mit Prozessparametern,
die bereits in DE 10 2017 217 490 A1 empfohlen sind.
Einige davon seien nachfolgend nochmals genannt.
[0021] Bevorzugt ist die Verwendung von Polierti-
chern, die eine geringe oder sehr geringe Kompressibi-
litat aufweisen. Bevorzugt betragt die Kompressibilitat
des jeweiligen Poliertuches nicht mehr als 2,5%, beson-
ders bevorzugt nicht mehr als 2,0%, ermittelt bei Raum-
temperatur (23 °C = 2 °C). Die Bestimmung der Kom-
pressibilitét erfolgt analog zur JIS-L-1096 (Testing Me-
thods for Woven Fabrics).

[0022] Die Dicke der Poliertiicher betragt vorzugswei-
se nicht weniger als 0,7 und nicht mehr als 1,5 mm.
[0023] ZumPolierenwerden die Halbleiterscheiben je-
weilsin eine entsprechend deren Umfang dimensionierte
Aussparung einer Lauferscheibe gelegt. Die Halbleiter-
scheiben bestehen vorzugsweise aus einkristallinem Si-
lizium und haben vorzugsweise einen Durchmesser von
nicht weniger als 200 mm, besonders bevorzugt einen
Durchmesser von mindestens 300 mm.

[0024] Das Poliermittel ist zweckmaRigerweise eine
Suspension, die vorzugsweise kolloiddisperse Kiesel-
saure und gegebenenfalls weitere Verbindungen, bei-
spielsweise solche, die den pH-Wert einstellen, enthalt.
[0025] Der Materialabtrag durch DSP betragt vorzugs-
weise nicht mehr als 15 pum, besonders bevorzugt 5 pm
bis 12 um je polierter Seitenflache.

[0026] Einzelheitenzur Erfindung werden nachfolgend
unter Bezugnahme auf eine Zeichnung erlautert.

Kurzbeschreibung der Figur

[0027] Fig. 1 zeigt in perspektivischer Darstellung ty-
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pische Merkmale einer DSP-Maschine.

Liste der verwendeten Bezugszeichen

[0028]

1 Arbeitsspalt

2 Kanal

3 unteres Poliertuch
4 auBerer Stiftkranz
5 innerer Stiftkranz
6 Sensor

7 Sensor

8 Scheibenaufnahme
9 Achse

10 Achse

11 Achse

12  unterer Polierteller

13  oberer Polierteller

14  Halbleiterscheibe

15 Lauferscheibe

16  oberes Poliertuch

n Drehzahl des oberen Poliertellers
Drehzahl des unteren Poliertellers
Drehzahl des inneren Stiftkranzes
Drehzahl des aulieren Stiftkranzes

Detaillierte Beschreibung erfindungsgemafer Ausfih-
rungsbeispiele

[0029] Fig. 1 zeigtden prinzipiellen Aufbau einer DSP-
Maschine: Ein unterer, ringférmiger Polierteller 12 und
ein oberer Polierteller 13 rotieren auf kollinearen Achsen
9 und 10 mit Umdrehungsgeschwindigkeiten n, und n,,.
Innerhalb des Innendurchmessers der Polierteller 13 und
12 sind ein innerer Stiftkranz 5 und auBerhalb des Au-
Rendurchmessers der ringférmigen Polierteller 12 und
13 ein aullerer Stiftkranz 4 angeordnet, die mit Umdre-
hungsgeschwindigkeiten n; und n, kollinear zu den Po-
liertellern und somit um die gemeinsame Achse 11 der
DSP-Maschine rotieren. Der innere Stiftkranz 5 und der
aulere Stiftkranz 4 bilden eine Abwalzvorrichtung, in die
beispielsweise drei oder fliinf Lauferscheiben 15 mit einer
passenden Auenverzahnung eingelegt sind. Die Lau-
ferscheiben 15 weisen jeweils mindestens eine oder
mehrere Scheibenaufnahmen 8 fiir Halbleiterscheiben
14 auf.

[0030] Der untere Polierteller 12 und der obere Polier-
teller 13 tragen auf ihren einander zugewandten Ober-
flachen ein unteres Poliertuch 3 beziehungsweise ein
oberes Poliertuch 16. Die einander zugewandten Ober-
flachen des unteren und oberen Poliertuchs 3 und 16
bilden untere beziehungsweise obere Arbeitsflachen.
Diese gelangen wahrend der Bearbeitung in Kontakt mit
Vorder- und Ruckseite der Halbleiterscheiben 14.
[0031] Mittels der Abwalzvorrichtung und der Aul3en-
verzahnung werden die Lauferscheiben 15 mit den Halb-
leiterscheiben 14 auf zykloidischen Bahnen gleichzeitig
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Uber die untere und obere Arbeitsflache gefiihrt, wobei
die Lauferscheiben 15 auf Planetenbahnen umdie Achse
11 umlaufen. Der zwischen den Arbeitsflachen gebildete
Raum, in dem sich die Lauferscheiben 15 bewegen, wird
als Arbeitsspalt 1 bezeichnet. Wahrend der Bearbeitung
Uibt der obere Polierteller 13 eine Kraft auf den unteren
Polierteller 12 aus, und es wird tiber Kanale 2 im oberen
Polierteller 13 ein Poliermittel zugefiihrt. Die DSP-Ma-
schine kann Sensoren 6 und 7 aufweisen, die an unter-
schiedlichen Radialpositionen beispielsweise im oberen
Polierteller 13 angeordnet sind und die wahrend des Po-
lierens von Halbleiterscheiben den Abstand der einander
zugewandten Oberflaichen der Polierteller 12 und 13
messen.

[0032] Erfindungsgemall werden das untere Polier-
tuch 3 und das obere Poliertuch 16 zunachst mit einer
Flussigkeit befeuchtet, vorzugsweise wahrend der obere
Polierteller 13 gegen den unteren Polierteller 12 driickt.
Die Flussigkeit beispielsweise kann durch die Kanale 2
zugeflhrt werden. Die Poliermaschine zum Befeuchten
der Poliertlicher ist vorzugsweise nicht dieselbe, wie die-
jenige, auf deren Polierteller die befeuchteten Polierti-
cher anschlielend geklebt werden.

[0033] Zunachstwird das untere Poliertuch 3 in feuch-
tem Zustand auf den unteren Polierteller 12 geklebt und
gegen den unteren Polierteller 12 gepresst, und danach
das obere Poliertuch 16 in feuchtem Zustand auf den
oberen Polierteller 13 geklebt und gegen den oberen Po-
lierteller 13 gepresst.

[0034] Mit dem folgenden Tuchpressen wird die Haf-
tung der Poliertlicher 3, 16 auf den Poliertellern 12, 13
verstarkt.

[0035] Anschlieend werden Halbleiterscheiben 14
zwischen dem unteren Poliertuch 3 und dem oberen Po-
liertuch 16 in Gegenwart eines Poliermittels beidseitig
poliert. Wahrenddessen liegen sie in Aussparungen von
Lauferscheiben 15, die vor dem Polieren aufdem unteren
Polierteller 12 abgelegt wurden.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum beidseitigen Polieren von Halbleiter-
scheiben zwischen einem unteren Polierteller und
einem oberen Polierteller, umfassend
das Befeuchten eines unteren und eines oberen Po-
liertuchs mit einer Flissigkeit;
das Bekleben des unteren Poliertellers mit dem be-
feuchteten unteren Poliertuch;
das Pressen des unteren Poliertuchs gegen den un-
teren Polierteller;
das Bekleben des oberen Poliertellers mit dem be-
feuchteten oberen Poliertuch;
das Pressen des oberen Poliertuchs gegen den obe-
ren Polierteller;
das Pressen der Poliertlicher gegeneinander;
das Ablegen von Halbleiterscheiben auf dem unte-
ren Polierteller; und
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das beidseitige Polieren von Halbleiterscheiben mit
dem oberen Poliertuch und dem unteren Poliertuch
in Gegenwart eines Poliermittels.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Poliertlicher in einer dafir be-
reitgestellten Poliermaschine befeuchtet werden.

Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Poliertiicher in
befeuchtetem Zustand mittels mindestens eines
Werkzeugs gegen die Polierteller gepresst werden.
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